Keramicke substraty
vyraheneé technologii TPC

ELCERAMS

Popis technologie Thick Printed Copper

* Substrat je vyroben z 96% korundu, na kterém je novou technologii TPC nanesena vrstva medi

» Technologie je urCena pro vykonove aplikace, kde je pozadavek na vynikajici odvod tepla, spolehlivost, mechanickou
stabilitu a elektrickou izolaci

» Technologie umoziuje montaz a kontaktovani vykonovych polovodici (LED, IGBT, MOSFET,...) pfimo na substrat
a jejich integraci s ostatnimi aktivnimi / pasivnimi soucastkami, popr. senzory

» Médéna vrstva je tisténa sitotiskem a vypalovana v dusikové atmosfére

* TlouStka médene vrstvy se dle pozadavku na proudovou zatizitelnost pohybuje od 20 do 300 um

* Tloustka vodive vrstvy mize byt dle aplikace v kazdé ¢asti vodivého motivu rlizna

» Substraty Ize napajet popr. nalepit na chladic

Vyhody Aplikace

* \Vlysokeé rozliseni tisku (100 um line / gap) * Usmérnovace

« Aditivni technologie - odpada leptani » Solarni moduly (konvencni, nebo CPV)

* \lynikajici tepelna vodivost » LED moduly / osvetleni

* \lysoka proudova zatizitelnost * Spinané ménice napéti

» Mechanicka stabilita substratu a vysoka spolehlivost » NabijeCky

» Umoznuje kombinaci nezapouzdrenych » Jedno, nebo vicevrstve keramické DPS pro aplikace
a zapouzdrenych soucastek vyZzadujici vysokou spolehlivost

* Moznost povrchové ochrany ENIG (Ni/Au) » Automotive aplikace

» V/yrazne vyssi odolnost proti cyklickému tepotnimu » Aerospace aplikace
namahani oproti technologii DBC » Laserove systemy

» MoZnost vyuZiti prokovenych otvor(
» Vicevrstve spoje za pouziti oddelovaciho dielektrika
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